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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CIRCUITS INTEGRES — MESURE DES EMISSIONS
ELECTROMAGNETIQUES, 150 kHz A 1 GHz —

Partie 4: Mesure des émissions conduites —
Méthode par couplage direct 1 Q/150 Q

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiak€ de' ngfmalisatign composée

des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécificati
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaborati

S (PAS) et des
ités d'études,

travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation |
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

comme telles par les Comités nationaux de Ia El. nables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de l'exactitude du contenu techniqué de ses pb I| tlon' la CEIl ne peut pas étre tenue responsable de

I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprét ay un quelconque utilisateur final

Dans le but d'encourager I' H nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de es Publications de la CEIl dans leurs publications
nationales et régionaleg, S s Publications de la CEIl et toutes publications

nationales ou régionales co € % indiquées en termes clairs dans ces derniéeres.

La CEIl n'a préyd \ 4 age valant indication d'approbation et n'engage pas sa
responsabilité pg i X ofmes a une de ses Publications.

Tous les utilisateur ive 8 € S en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsafilke\ne it 8 impytée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y CQMPKs pafticuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de ¢judice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage d€ soit, dlrecte ou indirecte, ou _pour supporter les couts (y compris les frais

référencées est obligatQire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée _sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61967-4 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits intégrés,
du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a semiconducteurs.

La présente version consolidée de la CEl 61967-4 comprend la premiére édition (2002)
[documents 47A/636/FDIS et 47A/647/RVD] et son amendementl (2006) [documents
47A/735/FDIS et 47A/743/RVD].

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a

celui de I'édition de

base et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
'amendement 1.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTEGRATED CIRCUITS —

MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS, 150 kHz TO 1 GHz —

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Part 4: Measurement of conducted emissions —
1 Q/150 Q direct coupling method

FOREWORD
The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatigh fo Qmprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). C promote
international co-operation on all questions concerning standardization in electrical and, electronic fields. To

this end and in addition to other activities, Specifications,

Technical Reports, referYed to as “IEC

Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a ati ommittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory—wark: L\ go¥ernmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also particj in th ion. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (IS hmN\a G i onditions determined by
agreement between the two organizations

The formal decisions or agreements of IEC g \ arly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant sugj i i Ffittee has representation from all

interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recomm nterhational use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasopable madw& to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate 3 e way in which they are used or for any

In order to promote |nterna'nal i i E ionalCommittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the .:‘ ibla ational and regional publications. Any divergence
between any IEC Public W 8 1g national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

No liability sh i ireCtors, employees, servants or agents including individual experts and
members of/Ats te ittess and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of a : , whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expensgs™\arising \aut of the pul|cat|on use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Publications.

Attention is™dtaw
indispensable fo

\ Yormative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
he coyrect application of this publication.

Attention is drawn to“the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61967-4 has been prepared by subcommittee 47A: Integrated
circuits, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This consolidated version of IEC 61967-4 consists of the first edition (2002) [documents
47A/636/FDIS and 47A/647/RVD] and its amendment 1 (2006) [documents 47A/735/FDIS and
47A/743/RVD].

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and has
been prepared for user convenience.

It bears the edition number 1.1.

A

vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by

amendment 1.
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L’annexe A fait partie intégrante de la présente norme.
Les annexes B, C, D et E sont données uniquement a titre d’information.

La CEIl 61967 se compose des parties suivantes, sous le titre général Circuits intégrés —
Mesure des émissions électromagnétiques, 150 kHz a 1 GHz:

Partie 1: Conditions générales et définitions
Partie 2: Mesure des émissions rayonnées — Méthode de la cellule TEM 1

Partie 3: Mesure des émissions rayonnées — Méthode de scrutation surfacique 1

Partie 4: Mesure des émissions conduites — Méthode par couplage direct 1

pas modifié avant la date de maintenance indiquée Si v de la CEIl sous
plicati ée. A cette date,
la publication sera

* reconduite,

* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou

* amendée.

Le contenu du corrigendui an considération dans cet exemplaire.

9,

1A I'étude

2 A publier
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Annex A forms an integral part of this standard.
Annexes B, C, D and E are for information only.

IEC 61967 consists of the following parts, under the general title Integrated circuits —
Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz:

Part 1: General conditions and definitions
Part 2: Measurement of radiated emissions — TEM-cell method 1

Part 3: Measurement of radiated emissions — Surface scan method 1

Part 4: Measurement of conducted emissions — 1 Q/150 Q direct coupling
Part 5: Measurement of conducted emissions — Workbench Faradayage

Part 6: Measurement of conducted emissions — Magnetic probe

The committee has decided that the contents of the base iomand its\amendments will
remain unchanged until the maintenance result date i ; web site under
"http://webstore.iec.ch” in the data related to At this date,
the publication will be

nublication.

* reconfirmed,
* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

The contents of the corrige

9,

&’been included in this copy.

1 Under consideration

2 To be published
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